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Modifikasi Robot Solder IAI menjadi Robot Clear Bond Berbasis X-Sel  

 

Abstrak 

 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk memodifikasi robot solder IAI menjadi robot Clear Bond 

berbasis X-Sel di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Robot solder IAI awalnya 

dirancang untuk proses penyolderan komponen elektronik pada PCB, namun karena 

penggunaan robot yang kurang efisien untuk proses penyolderan pada PCB kemudian 

dilakukan modifikasi pada robot tersebut menjadi Robot Glue Clear Bond yaitu robot untuk 

proses pemberian lem clear bond. Modifikasi ini meliputi perubahan perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk mengintegrasikan sistem X-Sel dengan Robot. Tujuan modifikasi ini 

adalah untuk memudahkan proses pemberian lem karena robot ini mampu mengontrol dan 

mengatur aplikasi lem secara presisi pada 3 PCB model AC. Proses pemberian glue clear 

bond sekarang ini masih menggunakan proses manual yang membutuhkan 2 operator pada 

produksi. Dengan adanya robot ini diharapkan dapat membantu proses pemberian lem 

pada PCB secara lebih mudah dan mengurangi penggunaan operator pada produksi. Hasil 

modifikasi menunjukkan keakurasian aplikasi clear bond, yang berdampak positif terhadap 

kualitas produk akhir. Tantangan yang dihadapi selama proses modifikasi termasuk 

penyesuaian parameter teknis dan pengujian performa robot yang dimodifikasi. 

Kesimpulan secara keseluruhan hasil dari tiga kali percobaan menunjukkan presentase 

angka keberhasilan alat sebesar 73,41% dari total sampel tiga analisis yang telah 

mencapai atau mendekati target berat lem sebesar 1,730 gram. 

Kata Kunci: Clear Bond, Efisiensi produksi, Modifikasi robot, Panasonic Manufacturing 

Indonesia, X-Sel 
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Modification of IAI Soldering Robot into X-Sel Based Clear Bond Robots 

 

Abstract 

 

This Final Project aims to modify the IAI soldering robot into an X-Sel based Clear Bond 

robot at PT Panasonic Manufacturing Indonesia. The IAI soldering robot was originally 

designed for process of soldering electronic components on PCBs, but due to the use of 

robots which is less efficient for the soldering process on PCBs, then modifications are 

made to the robot to become the Glue Robot modification of the robot into a Glue Clear 

Bond Robot, namely a robot for the process of applying clear bond glue. This modification 

includes changes in hardware and software changes to integrate the X-Sel system with the 

Robot. The purpose of this modification is to facilitate the process of applying glue because 

the robot is able to control and regulate the application of glue in real time is able to control 

and regulate the application of glue precisely on the AC model PCB AC Model. The current 

process of applying clear bond glue still uses a manual process that requires 2 operators 

in production process that requires 2 operators in production. With this robot, it is expected 

can help the process of applying glue to PCBs more easily and reduce the use of operators 

in production the use of operators in production. The modification results show the 

accuracy of application of clear bond, which has a positive impact on the quality of the 

final product. Challenges faced during the modification process included the adjustment of 

technical parameters and performance testing of the modified robot. The overall 

conclusion of the results of the three trials shows the percentage of tool success rate of 

73.41% of the total sample of three analyzes that have reached or approached the target 

glue weight of 1.730 grams. 

Keywords: Clear Bond, Production efficiency, Robot modification, Panasonic 

Manufacturing Indonesia, X-Sel 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri manufaktur terus berkembang dengan pesat, terutama dalam hal 

otomatisasi dan peningkatan efisiensi produksi. Salah satu tantangan utama 

yang dihadapi oleh industri adalah bagaimana memaksimalkan output dengan 

sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja manusia dan teknologi 

otomatisasi seperti robot. 

Di PT Panasonic Manufacturing Indonesia, proses pengaplikasian lem clear 

bond pada Printed Circuit Board (PCB) selama ini masih dilakukan secara 

manual oleh dua operator. Meskipun metode ini memungkinkan fleksibilitas 

dan penyesuaian di tempat, penggunaan tenaga manusia secara terus-menerus 

dalam tugas yang berulang-ulang dan presisi tinggi dapat menyebabkan 

ketidakkonsistenan dalam hasil akhir, serta meningkatkan risiko kelelahan 

operator. 

Sebagai bagian dari tugas akhirnya, mahasiswa diharapkan dapat 

mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke 

dalam industri. Oleh karena itu, penulis telah menjalankan Tugas Akhir di 

lingkungan industri dengan bekerja sama dengan PT Panasonic Manufacturing 

Indonesia. PT Panasonic Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan yang 

mengkhususkan diri dalam produksi peralatan elektronik rumah tangga. Salah 

satu unit bisnis perusahaan ini adalah Unit Bisnis Audio, di mana penulis 

melaksanakan Tugas Akhir nya. 

Di BU Audio memiliki Robot Solder IAI Table Top yang sudah tidak 

dioperasikan karena hasil pengoperasiannya kurang efisien atau NG (Not 

Good). Robot IAI Table Top adalah Robot X Y Z yang berasal dari Jepang. 

Robot memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan 

presisi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi secara konsisten. Robot IAI 

Table Top, yang sebelumnya digunakan untuk proses penyolderan, memiliki 

potensi besar untuk dimodifikasi menjadi robot glue clear bond berbasis X-Sel. 

Dengan demikian, robot dapat menggantikan pekerjaan manual dalam proses  
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pengaplikasian lem, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi 

juga memastikan kualitas yang lebih konsisten. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, penulis ingin memodifikasi Robot Solder tersebut untuk 

dialihfungsikan menjadi Robot Clear Bond. Robot Clear Bond adalah Robot 

yang berfungsi untuk mengoleskan glue clear bond ke komponen PCB untuk 

menghindari adanya serangga yang dapat merusak komponen. Pada proses  

pemberian glue clear bond membutuhkan 2 operator untuk proses pengeleman. 

Ada 3 model PCB AC yang diberi glue clear bond Model AC 113100, 17880 

dan 17870. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diperoleh 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana memodifikasi Rancang bangun Robot Solder menjadi Robot 

Glue Clear Bond ? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan alat lem untuk glue clearbond ke 

dalam Robot solder tersebut? 

3. Bagaimana cara menentukan sumbu koordinat X-Y-Z untuk menentukan 

letak glue clear bond pada PCB ? 

4. Bagaimana cara mengintegrasikan antara program X-Sel dengan Robot IAI? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam modifikasi ini akan membantu memfokuskan dalam 

mengidentifikasi area yang dibahas. Berikut adalah beberapa batasan masalah 

pada tugas akhir tersebut : 

1. Robot IAI Table Top ini hanya bisa diprogram menggunakan PC Interface 

software for X-Sel 

2. Lingkungan produksi yang tidak stabil dalam hal suhu dan kelembapan 

dapat mempengaruhi kinerja lem dan robot. 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini yaitu : 

1. Mampu memodifikasi Rancang bangun Robot Solder menjadi Robot Glue 

Clear Bond; 

2. Mampu mengimplementasikan alat lem yaitu dispenser glue yang 

terintegrasi dengan X-Sel; 

3. Mampu menentukan koordinat X-Y-Z pada pemrograman X-Sel; 

4. Mampu mengintegrasikan antara program X-Sel dengan robot IAI; 

1.5 Luaran 

1. Bagi Lembaga Pendidikan dan Perusahaan  

Akan dibuat Modifikasi Robot Solder IAI menjadi Robot Clear Bond 

Berbasis X-Sel dengan mempertimbangkan tingkat keakurasian yang 

dibutuhkan 

2. Bagi Mahasiswa  

• Laporan Tugas Akhir  

• Draft Artikel Ilmiah 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang didapat berdasarkan hasil pengujian dan Analisa yaitu 

sebagai berikut: 

1. Modifikasi ini dilakukan dengan mengubah perangkat keras dan perangkat 

lunak robot solder IAI. Perubahan tersebut melibatkan pemasangan 

komponen baru yang mendukung aplikasi lem clear bond yaitu dispenser 

glue dan sistem pengendalian presisi berbasis X-Sel. 

2. Implementasi alat lem dilakukan dengan menambahkan sistem dispenser 

glue yang terintegrasi dengan kontrol X-Sel. Sistem ini dirancang untuk 

mengatur aliran lem dengan tepat dan memastikan penempatan yang akurat 

pada PCB. 

3. Penentuan sumbu koordinat X-Y-Z dilakukan dengan pemrograman dan 

kalibrasi robot untuk mengenali posisi yang tepat pada PCB. 

4. Pengintegrasian perangkat lunak X-Sel untuk mengendalikan robot IAI 

yang mencakup pengaturan parameter yang tepat dan sinkronisasi antara 

perangkat keras dan perangkat lunak. 

Kesimpulannya yaitu modifikasi robot solder IAI menjadi robot clear bond 

berbasis X-Sel mampu mengaplikasikan lem clear bond dengan presisi yang 

sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Secara keseluruhan hasil dari tiga 

kali percobaan menunjukkan presentase angka keberhasilan alat sebesar 

73,41% dari total sampel tiga analisis tersebut yang telah mencapai atau 

mendekati target berat lem sebesar 1,730 gram. Yang berarti modifikasi robot 

solder IAI menjadi robot clear bond berbasis X-Sel ini  berhasil mencapai 

tujuan fungsional dasarnya. Robot mampu mengaplikasikan lem clear bond 

dengan tingkat presisi yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.  
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5.2 Saran  

Adapun saran bagi perusahaan untuk pengembangan modifikasi ini yaitu : 

1. Mengoptimalkan pengaturan aliran lem agar sesuai dengan berbagai jenis 

PCB dan desain yang berbeda seperti  penggunaan nozel yang dapat 

disesuaikan atau dikonfigurasi untuk mengatasi variasi dalam ukuran dan 

bentuk PCB. 

2. Mengimplementasikan rencana pemeliharaan preventif untuk memastikan 

bahwa semua komponen robot, termasuk sistem dispenser glue, tetap 

dalam kondisi optimal dan mengurangi risiko kegagalan.  
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adalah SD N 1 Waluyorejo lulus pada tahun 2014. 

Melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di MTs 

N 6 Kebumen lulus pada tahun 2017, kemudian 

melanjutkan Pendidikan Menengah Kejuruan di 

SMK Ma’arif 1 Kebumen dan lulus pada tahun 2020. 

Penulis melanjutkan Pendidikan Program Sarjana 

Terapan (S.Tr) di Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan 

Teknik Elektro, Program Studi Instrumentasi dan 

Kontrol Industri (IKI) sejak tahun 2020. 
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Lampiran 2. Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi 1.1 Membuat Program pada 

Software X-Sel 
Dokumentasi  1.2 Proses pemberian lem 

pada PCB 

Dokumentasi  2.3 Menentukan Position Data pada 

Pemrograman X-Sel 
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Dokumentasi 1.4 Mencoba penggunaan sensor pada dispenser glue 

 

 

(a) 

 

(b) 

Dokumentasi 1.5 (a) dan (b) Membuat Rangkaian untuk dispenser glue 
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Lampiran 3. Program X-Sel 

 

1. Program Return 

 

;CTL=000000BD 

;VMA=00000075 

;VPC=0C010000 

,,,VEL,200,,, 

,,,MOVL,1,,, 

,,,MOVL,5,,, 

,,,MOVL,10,,, 

,,,MOVL,4,,, 

,,,EXIT,,,, 

 

2. Program X Y Z 

 

;CTL=000000BD 

;VMA=00000075 

;VPC=0C010000 

//   Main PRG 

//   Initial 

,N,304,HOME,100,,, 

,N,304,HOME,1011,,, 

,,,VEL,150,,, 

,,,,,,, 

,,,MOVL,1,,, 

,,,MOVL,6,,, 

,,,MOVL,691,,, 

,,,MOVL,692,,, 

,,,,,,, 

,,,EXIT,,,, 

 

3. Program PCB model AC 13100-1 

 

;CTL=000000BD 

;VMA=00000075 

;VPC=0C010000 

//Initial 



 
 

 62  Politeknik Negeri Jakarta 
 

//Program PCB AC 13100-1 

,,,,,,,Start prog. 4 

,,,VEL,300,,,speed 300mm/s 

,,,BTOF,B_Lim,,,outputportOFFB_Lim 

,,,BTON,T_Lim,,,outputportON T_Lim 

,,,BTOF,600,,,Global Flag 600 

,,,BTON,601,,,Global flag 601 

,,,EXSR,1,,,jalankan subrutin1 

,,,EXSR,2,,,jalankan subrutin2 

,,,EXIT,,,, 

,,,,,,, 

//Applying Glue 1 

,,,BGSR,1,,,start subrutin 1 

,,,VEL,300,,, 

,,,OUT,P0,P6,, 

,,,BTON,P7,,,output port on P7 

,,,TIMW,0.05,,,waktu tunggu 0.05 

,,,WTON,Start,0.01,,Output ON Pulse 

,,,WTON,Down,0.1,,Input/Output ON 

,,,BTOF,T_Lim,,,Output T_Lim OFF 

,,,TIMW,1,,,Waktu Tunggu 0.05 

,,,,,,, 

,,,MOVL,846,,, 

,,,MOVL,847,,,Posisi 847 

,,,MOVL,848,,, 

,,,MOVL,849,,,Posisi 849 

,,,MOVL,850,,,Posisi 850 

,,,MOVL,851,,,Posisi 851 

,,,MOVL,852,,,Posisi 852 

,,,MOVL,853,,,posisi 853 

,,,MOVL,854,,,posisi 854 

,,,MOVL,855,,,posisi 855 

,,,MOVL,856,,,posisi 856 

,,,MOVL,857,,,posisi 857 

,,,MOVL,858,,,posisi 858 

,,,MOVL,859,,,posisi 859 

,,,MOVL,860,,,posisi 860 

,,,MOVL,861,,,posisi 861 

,,,MOVL,862,,,posisi 862 

,,,MOVL,863,,,posisi 863 

,,,MOVL,864,,, 

,,,MOVL,865,,, 

,,,MOVL,866,,, 

,,,MOVL,867,,, 

,,,MOVL,868,,, 
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,,, BTPN,M_End,0.1,,Output ON 

,,,WTON,Down,0.01,,Output Flag OFF 

,,,BTOF,B_Lim,,,Output B_Lim OFF 

,,,BTON,T_Lim,,,Output T_Lim ON 

,,,TIMW,0.01,,,Waktu tunggu 0.1 

,,,EDSR,,,,Akhiri Subrutin 

,,,,,,, 

//Applying Glue 2 

,,,BGSR,2,,,start subrutin 2 

,,,VEL,300,,, 

,,,OUT,P0,P6,, 

,,,BTON,P7,,,output port on P7 

,,,TIMW,0.05,,,waktu tunggu 0.05 

,,,WTON,Start,0.1,,Output ON Pulse 

,,,WTON,Down,0.01,,Input/Output ON 

,,,BTOF,T_Lim,,,Output T_Lim OFF 

,,,TIMW,0.05,,,Waktu Tunggu 0.05 

,,,BTON,B_Lim,,,Output B_Lim ON 

,,,WTON,M_Start,0.01,,Output OFF wait 

,,,TIMW,0.5,,,waktu tunggu 

,,,MOVL,878,,, 

,,,MOVL,879,,, 

,,,MOVL,880,,,Posisi 880 

,,,MOVL,881,,,Posisi 881 

,,,MOVL,882,,,Posisi 882 

,,,MOVL,883,,,Posisi 883 

,,,MOVL,884,,,Posisi 884 

,,,MOVL,885,,,Posisi 885 

,,,MOVL,886,,,Posisi 886 

,,,MOVL,887,,,Posisi 887 

,,,MOVL,888,,,Posisi 888 

,,,MOVL,889,,,Posisi 889 

,,,MOVL,890,,,Posisi 890 

,,,MOVL,891,,,Posisi 891 

,,,MOVL,892,,,Posisi 892 

,,,MOVL,893,,,Posisi 893 

,,,MOVL,894,,,Posisi 894 

,,,MOVL,895,,,Posisi 895 

,,,MOVL,896,,, 

,,,MOVL,897,,,Posisi 897 

,,,MOVL,898,,,Posisi 898 

,,,MOVL,899,,,posisi 899 

,,,MOVL,901,,, 
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,,,MOVL,902,,, 

,,,MOVL,903,,, 

,,,MOVL,904,,, 

,,,BTPN,M_End,0.1,,Output ON 

,,,WTON,Down,0.01,,Output Flag OFF 

,,,BTOF,B_Lim,,,Output B_Lim OFF 

,,,BTON,T_Lim,,,Output T_Lim ON 

,,,TIMW,0.5,,,Waktu tunggu 0.1 

,,,OVRD,100,,,Kecepatan skala100 

,,,EDSR,,,,Akhiri Subrutin 

 

4. Program main 

 

;CTL=000000BD 

;VMA=00000075 

;VPC=0C010000 

//   Main PRG 

//   Initial 

,N,304,HOME,100,,, 

,N,304,HOME,1011,,, 

,,,VEL,50,,, 

,,,,,,, 

//*****Cleaning Program*********************** 

,,,MOVL,1,,, 

,,,MOVL,6,,, 

,,,BTON,Cleaner,,, 

,,,MOVL,7,,, 

,,,MOVL,9,,, 

,,,TIMW,0.09,,, 

,,,MOVL,7,,, 

,,,MOVL,8,,, 

,,,BTOF,Cleaner,,, 

,,,,,,, 

,,,EXIT,,,, 
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,,,BTPN,M_End,0.1,,Output ON 

,,,WTON,Down,0.01,,Output Flag OFF 

,,,BTOF,B_Lim,,,Output B_Lim OFF 

,,,BTON,T_Lim,,,Output T_Lim ON 

,,,TIMW,0.01,,,Waktu tunggu 0.1 

,,,EDSR,,,,Akhiri Subrutin 

,,,,,,, 

//Applying Glue 2 

,,,BGSR,2,,,start subrutin 2 

,,,VEL,300,,, 

,,,OUT,P0,P6,, 

,,,BTON,P7,,,output port on P7 

,,,TIMW,0.05,,,waktu tunggu 0.05 

,,,WTON,Start,0.1,,Output ON Pulse 

,,,WTON,Down,0.01,,Input/Output ON 

,,,BTOF,T_Lim,,,Output T_Lim OFF 

,,,TIMW,0.05,,,Waktu Tunggu 0.05 

,,,BTON,B_Lim,,,Output B_Lim ON 

,,,WTON,M_Start,0.01,,Output OFF wait 

,,,TIMW,0.5,,,waktu tunggu 

,,,MOVL,878,,, 

,,,MOVL,879,,, 

,,,MOVL,880,,,Posisi 880 

,,,MOVL,881,,,Posisi 881 

,,,MOVL,882,,,Posisi 882 

,,,MOVL,883,,,Posisi 883 

,,,MOVL,884,,,Posisi 884 

,,,MOVL,885,,,Posisi 885 

,,,MOVL,886,,,Posisi 886 

,,,MOVL,887,,,Posisi 887 

,,,MOVL,888,,,Posisi 888 

,,,MOVL,889,,,Posisi 889 

,,,MOVL,890,,,Posisi 890 

,,,MOVL,891,,,Posisi 891 

,,,MOVL,892,,,Posisi 892 

,,,MOVL,893,,,Posisi 893 

,,,MOVL,894,,,Posisi 894 

,,,MOVL,895,,,Posisi 895 

,,,MOVL,896,,, 

,,,MOVL,897,,,Posisi 897 

,,,MOVL,898,,,Posisi 898 

,,,MOVL,899,,,posisi 899 

,,,MOVL,901,,, 

,,,MOVL,902,,, 

,,,MOVL,903,,, 
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,,,MOVL,904,,, 

,,,BTPN,M_End,0.1,,Output ON 

,,,WTON,Down,0.01,,Output Flag OFF 

,,,BTOF,B_Lim,,,Output B_Lim OFF 

,,,BTON,T_Lim,,,Output T_Lim ON 

,,,TIMW,0.5,,,Waktu tunggu 0.1 

,,,OVRD,100,,,Kecepatan skala100 

,,,EDSR,,,,Akhiri Subrutin 

 

5. Program main 

 

;CTL=000000BD 

;VMA=00000075 

;VPC=0C010000 

//   Main PRG 

//   Initial 

,N,304,HOME,100,,, 

,N,304,HOME,1011,,, 

,,,VEL,50,,, 

,,,,,,, 

//*****Cleaning Program*********************** 

,,,MOVL,1,,, 

,,,MOVL,6,,, 

,,,BTON,Cleaner,,, 

,,,MOVL,7,,, 

,,,MOVL,9,,, 

,,,TIMW,0.09,,, 

,,,MOVL,7,,, 

,,,MOVL,8,,, 

,,,BTOF,Cleaner,,, 

,,,,,,, 

,,,EXIT,,, 
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